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研究结论 

⚫ 10月 7日美国商务部公布《出口管制条例》，针对对华半导体产业出口管制扩展了

管辖范围并更新了规定，本次新规直指先进计算机系统、半导体制造和芯片制造行

业，对美国企业向中国出口相关产品做出了非常严格且详细的规定。 

⚫ 新规的核心为三个部分：新增商业管制清单、外国直接产品规则更新、新增许可证

规则。新增商业管制清单增加了 4项涉及先进计算机和半导体的物项，对其限制出

口；外国直接产品规则扩大了出口管制的范围，即使是位于中国的企业，只要被判

定为源于特定美国技术的外国生产产品，凡是最终用途为服务中国超级计算机发展

的，都无法出口给中国；新增许可证规则增加了对特定先进半导体制造和超级计算

机最终用途的管控，并限制了美国人从事与支持中国特定产业发展相关的活动。 

⚫ 根据美国近年来多次对中国施加出口管制的经验来看，基本遵循“推定否决”原

则，即停止全部被认定违反出口管制条例的出口行为，除非出口商向商务部提供证

明自己没有违规的证据。这在时间和金钱上极大地增加了国内企业从美国进口相关

产品的难度，美国在半导体领域加速对华脱钩，国产替代迎来巨大的机遇与挑战。 

⚫ 半导体产业链分为设计、制造和封装检测三个环节，目前美国在附加值最大的设计

环节占据主要优势，并且成为了中国重要的半导体进口来源国之一。本次出口管制

新规针对先进计算、半导体、超算三个重要的高端制造产业，也是中国被美国技术

“卡脖子”的关键领域，延续了拜登政府“小院高墙”的对华遏制政策，限制中国

获取先进计算芯片、开发和维护超级计算机以及制造先进半导体的能力。短期内预

计会对国内高端制造企业产能和技术提高造成较大打击，长期恢复依赖更多政策扶

持和技术合作。 

⚫ 《芯片与科学法案》“攘外”与“安内”并行。2022年 8月 9日，拜登签署通过了

《芯片与科学法案》，重点包括两个方面：加大对美国半导体产业发展的财政补

贴；限制接受补贴的美国企业与中国合作。多家美国企业在中国设有芯片制造工

厂，如果这些企业接受法案补贴，将被限制在中国的进一步扩张，美国商务部也在

加强对企业向中国出口先进制程芯片的管制，美国对华科技脱钩风险增强。 

⚫ 全球半导体供应链安全担忧持续加深。中美科技脱钩趋势加剧了多国对半导体供应

链安全的担忧，美国牵头组建“四方芯片联盟”，试图与韩国、日本、中国台湾地

区建立供应链闭环联盟，把中国大陆排除在外。欧盟也加大了对芯片产业的投资，

出台《欧盟芯片法案》加大研发和生产投入，减少对外依赖并维护供应链安全。 

⚫ 本次出口新规释放民主党中期选举前获取支持的信号。美国中期选举将近，拜登政

府曾因为对华态度松动遭受共和党指责，因此本次出口新规的发布时点可以被视为

反击性的竞选策略。根据民调数据显示，最可能出现的局面是共和党赢得众议院甚

至重掌国会，如果共和党和保守主义重新控制国会，很有可能延续特朗普政府时期

的全面与中国脱钩的政策，半导体以外的其他产业供应链风险也不容忽视。 

 

风险提示 
出口管制新规加大中国企业提升高端制造能力的难度，危及供应链稳定性。 

中期选举临近，保守主义重回国会加深中美脱钩风险。 
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美国对华出口管制情况概述 

2022年 10月 7日，美国商务部（以下简称 BIS）公布了《出口管制条例》（以下简称 EAR）下

针对中国半导体出口的新规。本次 EAR规则指向性非常明显，即：以先进计算芯片和超级计算机

为切入点，全面加强对中国半导体行业，特别是先进制程能力建设的限制。 

新增条款详细规定两个方面对中国半导体产业的限制，包括：1）BIS 对某些先进计算半导体芯片

(芯片、高级计算芯片、集成电路或 ic)、最终用途为超级计算机、以及涉及实体清单上某些实体的

交易施加额外的出口管制；2）BIS 对某些半导体制造项目和最终用途与集成电路相关的交易施加

额外的出口管制。 

EAR规定了特定物项的出口管制最终规则，并在商业管制清单（以下简称 CCL）中添加了管制物

项；将 EAR的适用范围扩展至在美国以外地区生产的零部件；限制美国公民从事支持中国半导体

制造公司生产集成电路的活动；为用于半导体制造的出口项目增加了新的许可证要求。部分新规

已于 10月 7日发布当天生效，其他于 10月 12日和 10月 21日陆续生效。 

和2018年相比，这次的新规对中国半导体产业链的打击更具有针对性，美国管制的技术、设备等

不能用于 CCL管制的领域，美国人不能支持先进制程生产，这对中国的高端芯片供应、芯片设备

及零件、专业人才技术交流等方面打击较大。  

新增商业管制清单（CCL） 
商业管制清单（CCL）也称“禁运清单”，对出口产品进行分类管制。CCL 清单上的产品或技术

只要是原产于美国的产品或技术，都会受到 BIS不同程度的管制。 

本次出口管制新规中，CCL 新增了 4 个 ECCN 编码物项： 3A090（高性能集成电路）、3B090

（半导体制造沉积设备）、4A090（计算机及其部件）、4D090（电子组件或软件）。新增编码

下属的产品向中国出口时均须取得出口许可证，与其相关的其他软件和技术也将受到管控。 

表 1：新增 4类管制物项说明 

3A090 新增对先进计算相关的芯片和集成电路的管制。涉及的物项例如具有或可编程获得输入

输出双向传输率总计 600 Gbyte/s或以上的集成电路（不包括易失性存储器）。该类芯

片包括但不限于 GPU、CPU以及内存芯片等类别产品。 

3B090 该项管控的物项是特定半导体制造设备，主要是符合特定技术指标的半导体制造沉积设

备。 

4A090 新增对包含高性能计算芯片的计算机、电子组件或元件的管制。未来也可能通过修订补

充其他受控物项。 

4D090 新增对为“开发”或“生产”ECCN 编码 4A090中规定的计算机及相关设备、电子组件

和元件而专门设计或修改的软件。 

数据来源：BIS，东方证券研究所 

外国直接产品规则（FDP）更新 
外国直接产品规则（FDP）用于判断某非美国原产物项是否落入EAR管辖，自2020年以来，BIS

曾两次针对华为修改 FDP，这对华为的业绩造成巨大打击。本次修改新增了三条涉及先进计算、

超级计算机及实体清单特定企业的 FDP规则，扩大了 EAR域外管辖范围： 

1）被指定为实体清单上的实体（EAR 734.9(e)修改后） 
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2）与先进集成电路、包含集成电路的产品或涉及的技术相关，被认定最终用途是去向中国或

EAR涵盖的中国产品、或总部位于中国的公司。 

3）可能被用于中国公司或指定公司的相关生产活动，包括其中的任何组件、零部件或生产设备。 

新增许可证规则 

区域稳定规则（RS） 

新增法规增加了区域稳定规则下的对华管制条款，中国出口、再出口或转运的物项（受到 EAR管

制的，以及 ECCN编码为 3B090、3D001、3E001）需要申请许可证明。申请许可证遵循推定否

决原则（即除非受管制实体提供符合相关要求的证据，否则不予发行许可证）。如果是与中国从

事相关业务合作的、总部位于美国或其他 EAR所规定国家的企业，BIS会遵循一事一例原则进行

资格审查，此规定已于 10 月 7 日生效。BIS 也扩大上述许可证规定的适用范围，ECCN 编码为

3A090、4A090、5A992 以及与软件技术相关的编码为 3D001、3E001、4D090、4E001、

5D992等物项都将受到管制。 

许可例外是一种许可授权：如果一笔交易满足特定的条件，可使用特定的许可例外发货，免除申

请许可证的行政流程。新规中明确了对中国出口特定产品的许可例外申请要求，并详细规定了特

殊情况下才可以申请许可例外的物项。 

美国人活动管制 

本次新规突破了 EAR原有规则下以物项管控为基础的传统监管逻辑，将美国人参与中国境内半导

体开发活动列为与美国人在境外进行核、生化、导弹扩散活动等同的需严格监管的行为。只要美

国人参与相关受限行为，即使涉及物项不受 EAR 管辖，该等行为也将受 EAR 管制，这限制了美

籍技术人员对国内先进制程开发的技术支持。 

其中美国人的定义非常宽泛，包括： 

1） 美国公民 

2） 美国永久居民 

3） 美国庇护民 

4） 依照美国法律设立的法人实体（包括外国分支机构） 

5） 位于美国的人士 

最终用途管制原则 

最终用途管制原则指在出口、再出口或转让时“知道”满足产品范围的物项将直接或间接用于特

定的最终用途，则不得进行前述出口、再出口或（在中国境内）转运行为。新规在修改后对半导

体和超级计算机实施严格的最终用途管制，这对中国企业采购零部件影响非常大，即使不满足具

体要求，但只要是 EAR要求的、最终用途是在中国生产半导体相关产品的行为，就会受到美国管

制。 

 

1） 半导体制造最终用途管制 

新规在半导体制造最终用途管制方面加大力度，EAR 规定中的可用于中国进行集成电路制造、或

特定物项的组装部分均受到出口管制，需要申请许可证明，涉及最终用途为半导体制造的物项不

予申请许可例外，并遵循推定否决原则。 
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2） 超级计算机最终用途管制 

新规于 10月 21日扩大对超级计算机最终用途的出口管制，要求相关受到 EAR管制的物项对中国

出口需获得许可证明，受影响的范围较大，包括超算开发、生产、使用、运营、组装、维护、维

修等多个生产环节，或可以用来生产超算相关的所有组件和设备。不予申请许可例外，同时遵循

推定否决原则。 

暂时通用许可（TGL） 

BIS为了减缓本次新规对整个行业带来的冲击，在 EAR第 736节附件设置了专门的供应链暂时通

用许可（简称 TGL），以宽限相关企业从事部分收尾工作。根据 TGL的规定，BIS自 2022年 10

月 21日起至 2023年 4月 7日间，允许总部非位于特定地区的公司继续在中国开展涉及特定物项

的集成、组装、安装、检测、测试、质保和分销活动。 

但是，该 TGL不适用于从中国境外向中国境内的最终用户和最终收货人的出口行为，同样也不适

用于相关物项的最终用户和最终用途限制，因此对于中国企业的意义有限。 

此外，10月 7日，BIS出台一项临时最终规则，从多个方面加严对中国的半导体出口管制，扩大

了实体清单上 28个现有实体的许可要求范围： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

半导体和芯片产业遭受重点打击 

本次出口管制针对先进计算、半导体、超算三个重要的高端制造产业，也是中国被美国技术“卡

脖子”的关键领域。新规延续了拜登政府“小院高墙”的对华遏制政策，对中国的半导体和芯片

制造产业加大火力攻击，限制中国获取先进计算芯片、开发和维护超级计算机以及制造先进半导

体的能力，从而遏制中国军事现代化进程，并限制中国在超级计算机和人工智能领域的发展。 

表 2：扩大许可证要求的 28个中国实体 

北京理工大学 国家超级计算广州中心 

北京市商汤科技开发有限公司 国家超级计算济南中心 

长沙景嘉微电子股份有限公司 国家超级计算深圳中心 

成都海光集成电路设计有限公司 国家超级计算天津中心 

成都海光微电子技术有限公司 国家超级计算无锡中心 

中国航天科技集团公司第九研究院 772研究所 国防科技大学 

新疆大华信息科技有限公司、浙江大华科技有限公司 新华三半导体科技有限公司 

哈尔滨工业大学 西北工业大学 

海光信息技术股份有限公司 上海高性能集成电路设计中心 

科大讯飞股份有限公司 曙光信息产业（北京）有限公司 

深圳云天励飞技术股份有限公司 成都申威科技有限责任公司 

北京旷视科技有限公司 天津飞腾信息技术有限公司 

国家超级计算郑州中心 无锡江南计算技术研究所 

国家超级计算长沙中心 上海依图网络科技有限公司 

数据来源：BIS，东方证券研究所 
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根据数据显示，中国在全球半导体产业链中处于技术相对不足、依靠较低人力成本获取有限附加

值的环节，半导体设计和晶片制造等先进科技被美国和中国台湾掌控。中国的电子设计自动化

（EDA）和半导体制造设备（SME）高度依赖外国公司出口，如 ASML和应用材料公司。在晶片

制造领域，中国基础技术的支持生产水平为 28 纳米，行业内最领先的公司中芯国际实现了 14 纳

米的制程，但在美国扩大半导体出口管制后产量也受到影响。尽管近年来，中国的芯片制造领域

在政策激励下取得了巨大进步，但是和已经实现 5 纳米处理节点量产的巨头公司（三星、因特尔）

相比仍有较大差距。 

表 3：全球半导体产业链归类 

 设计 晶片制造 组装、检测和封装 

投入需求 技术 资本和劳动力 劳动力 

产品附加值占比 29.80% 38.40% 9.60% 

主导国家或地区 美国 中国台湾 中国大陆 

数据来源：CSIS，东方证券研究所 

以2020年数据为例，中国大陆集成电路进口主要来自中国台湾地区、韩国、新加坡、马来西亚、

美国等国家和地区，其中多为美国盟友，这对中国半导体产业的供应链安全造成了巨大威胁。美

国对中国出口科技类产品的许可证要求逐渐收紧，2020 年和 2021 年许可证否决和不予批准数量

显著上升，平均审查周期也呈延长趋势，美国对华在半导体领域的加速脱钩增强了推进国产替代

的必要性。 

图 1：2020年中国集成电路进口来源分布 

 
 
 
 

数据来源：OEC，东方证券研究所 

 

图 2：美国对中国出口科技类产品的许可证批准情况（单位：个） 
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数据来源：BIS，东方证券研究所 

 

《芯片与科学法案》 

2022 年 8月 9 日，美国总统拜登正式签署《2022 芯片与科学法案》（简称《芯片法案》）。该

法案整体涉及金额约 2800 亿美元，包括向半导体行业提供约 527 亿美元的资金支持，为企业提

供价值240亿美元的投资税抵免，鼓励企业在美国研发和制造芯片，并在未来几年提供约2000亿

美元的科研经费支持等。 

图 3：《芯片法案》时间表 

 

数据来源：新华网等，东方证券研究所 

 

《芯片法案》的要点包括两个部分：加大对美国半导体产业发展的财政补贴，限制接受补贴的美

国企业与中国合作。 

1. 补贴本土半导体产业 

美国成立了四大基金分配 527 亿美元的用途。一是分拨给“美国芯片基金”500 亿美元，用于芯

片制造；二是分拨给“美国芯片国防基金”20 亿美元，旨在更快将实验室成果转化为军事和其他

应用；三是“美国芯片国际科技安全和创新基金”5 亿美元，用于促进与国际企业的合作，建立

安全可靠的半导体供应链；四是分拨给“美国芯片劳动力和教育基金”2 亿美元，用以培育半导

体行业人才。 

基金分配透露出美国半导体布局的重点，即芯片制造，美国芯片基金也将是未来 5 年内支持发展

的核心。 

2. 限制中国半导体产业发展能力 

《芯片法案》除了规定对本土企业的激励补贴外，还特别对限制性条款进行了修正。禁止获得联

邦资金的公司在中国大幅增产先进制程芯片，期限为 10年。违反禁令或未能修正违规状况的公司

或将需要全额退还联邦补助款。 

目前在中美都设有半导体厂的企业包括台积电（南京）、三星（西安）、海力士（大连），英特

尔和美光也在中国拥有芯片封装和测试工厂，这些企业如果接受《芯片法案》的补助，可能会被

限制在中国建造或扩大工厂。据 BBC报道，美国相关部门已经通知英伟达和 AMD两家公司，要

求禁止对中国出售人工智能芯片。 
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半导体供应链进入全球化竞争格局 

四方芯片联盟（CHIP4） 
2022年 4月，美国牵头与日本、韩国、中国台湾地区等重要的芯片技术强国和出口大国建立“四

方芯片联盟”（CHIP4），CHIP4 涵盖高端半导体产业链的主体部分，其构建将牵动全球半导体

供应链体系的深度调整。芯片是数字权力的基础战略资源，也是当前大国科技竞争的关键领域，

美国 CHIP4战略是其在印太地区建立供应链联盟，对中国大陆进行排除和封锁的关键举措，给我

国半导体产业的供应链安全埋下巨大隐患。 

2022年 5月，美日领导人发表声明称建立联合工作组，以及“竞争力和弹性伙伴关系”，借此推

进建立关键商品的弹性供应链，以增强半导体制造能力。中国是韩国拓展海外半导体市场的重要

贸易伙伴，据韩国国际贸易协会数据显示，2021年中国大陆占韩国 700亿美元内存芯片出口业务

的 48％，但迫于美国压力，韩国也已宣布参与 CHIP4 的合作协商，这可能进一步影响韩国对中

国的芯片出口。 

欧盟芯片法案（EU CHIPS ACT） 
2022年 2月，欧盟委员会公布《欧洲芯片法案》，强调加强半导体生态系统，提高供应弹性和安

全，并减少外部依赖的紧迫性，重申其到 2030 年将全球半导体生产份额提高到 20%的目标。法

案的核心在于为先进半导体制造产业提供大量资金支持，并且在欧盟国家内部广泛资助半导体研

究，法案预计在 2023年上半年生效，并对半导体产业链上下游公司的投资决策产生较大影响。 

与美国、日韩等经济体相比，欧盟长期以来在全球半导体供应链中的优势并不显著，面对中美科

技竞争和科技脱钩愈演愈烈的局势，欧盟正积极加大政策支持，提高芯片的技术研发创新能力和

大规模量产能力，并降低欧洲陷入半导体供应链危机的风险。 

 

图 4：2020年主要国家半导体份额在全球市场中占比  图 5：2021年主要国家地区半导体研发支出占销售额比例 

 

 

 

数据来源：SIA，东方证券研究所  数据来源：SIA，东方证券研究所 
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中期选举预测 

11 月美国国会中期选举将近，拜登多次出台对华科技管制的相关政策，并加速推进管制落实，可

以被视为中期选举前的竞选策略。另外共和党曾经指责拜登政府对华态度松动，新规出台也成为

选举前拜登争取更多民意支持的关键举措。 

从参议院选情分布来看，由于参议院本次中期选举只改选 1/3 的席位，共和党多数席位不参与改

选，这给了民主党较大的优势。但是目前两党在参议院的获胜概率不相上下，在接下来不到一周

的时间内，获取内华达州、宾夕法尼亚州和佐治亚州的支持是关键。 

图 6：2022年美国中期选举参议院选情分布（统计截至日期 11月 1日） 

 
 
数据来源：The Economist，东方证券研究所 

 

根据当前民调数据，中期选举最可能出现的结果是共和党赢得众议院甚至重掌国会。拜登政府基

本延续了特朗普政府的对华强硬态度，将中国定位为重要威胁，但是更多强调科技和高端制造领

域的脱钩。如果共和党在众议院获得优势后，保守主义重回国会，很可能强化特朗普执政期间的

全面对华脱钩主张，供应链安全风险将进一步升级。 

图 7：参议院选举结果预测（统计截至日期 11月 1日） 

 

 图 8：众议院选举结果预测（统计截至日期 11月 1日） 

 

 

 

 

数据来源：FiveThirtyEight，东方证券研究所  数据来源：FiveThirtyEight，东方证券研究所 
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风险提示 

出口管制新规加大中国企业提升高端制造能力的难度，危及供应链稳定性。本次美国新增多项出

口管制的规定，不仅对美国企业施加出口限制，更对达到特定技术标准的物项和美国个体做出严

格管制规定，加大了我国企业与世界先进的半导体企业技术交流和合作的难度，短期内可能造成

半导体产业的断供风险。 

中期选举临近，保守主义重回国会加深中美脱钩风险。共和党可能延续特朗普政府期间全面对华

脱钩的政策，除高端制造产业外，其他产业也可能出现供应链风险。两党在国会的博弈中，对华

议题成为重要影响因素，对华强硬态度成为博弈筹码，中美关系存在恶化风险。 
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